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SiC パワーモジュール向けに、融点 382℃の Zn-Al プ
リフォームはんだを用いた接合技術の開発を行っている。

しかし当該はんだは溶融時、表層に何等かの膜が存在し、

液相が閉じ込められるため、加圧等により破るなどして対

処している。そこで今回、当該はんだ表面の膜の構造を

明確化するための検証を行った。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

集束イオンビーム加工観察装置(FIB)、FIB-SEM 複
合装置、イオンスパッタ 

 
【実験方法】 

イオンスパッタでサンプル（Zn-Al）表面に100 nm以下

のPtコーティングを施す。その後、Fig. 1の吹き出しに示

す位置に対し、集束イオンビーム加工観察装置(FIB)で
W デポ層を 300 nm 程度形成。観察面に向かって階段

状にエッチングを行う。更にその後、FIB-SEM 複合装

置で仕上げのエッチングを施す。 
 

 Fig. 2に複合装置のFIBでエッチングを施した後、直ち

にSEM（反射電子像）で断面を観察したものである。Ptコ
ートの直下に、軽元素が断続的に分布している 2～3 μm
程度の層があるのを確認出来た。その下方には、Zn-Al
の共晶組織と思われる層が全体的に分布している。当該

はんだ表面の膜は、この軽元素の層であると考えられ、今

後、当該層の分析を進めて行きたい。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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Fig. 1 SEM image of the sample. 
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Fig. 2  SEM image of cross section of the  
sample. 
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